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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-10-03 AA ,Klebungen in elektronischen Anwendun-
gen“ im DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN — Personen, die diese Norm anwenden, sollten, sofern anwendbar, mit
den iiblichen Labortitigkeiten vertraut sein. Diese Norm kann nicht alle sicherheitsrelevanten Pro-
bleme behandeln, die bei ihrer Anwendung moglicherweise auftreten. Es liegt in der Verantwortung
des Anwenders, geeignete Sicherheitsvorkehrungen und Gesundheitsschutzmafnahmen zu treffen
sowie fiir die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften zu sorgen.

UMWELTERKLARUNG — Es ist moglich, dass sich einige der nach dieser Norm zulissigen Werkstoffe
negativ auf die Umwelt auswirken kénnen. In dem Maf3e wie technologische Fortschritte zu besseren
Alternativen zu diesen Werkstoffen fiithren, werden diese Werkstoffe so weit wie moglich aus dieser
Norm entfernt. Es wird empfohlen, dass der Anwender dieser Norm nach dem Ende der Priifung fiir
eine geeignete Entsorgung der Abfille nach den értlichen Vorschriften sorgt.
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Einleitung

Oft stellt sich in der klebtechnischen Praxis die Frage nach der Qualitdt der Klebung:
— auf verschiedenen Oberflachen;

— bei Oberflachenmodifikationen oder Vorbehandlungen;

— bei Anpassung der Aushartebedingungen;

— bei Anderungen in der Lieferantenkette;

— nach Alterung des Klebstoffs bzw. der Fligeteile.

Gerade im Bereich der Elektronik steht hdufig eher die funktionelle Klebung im Vordergrund (Abdichten gegen-
tiber Feuchte/Medien, thermisch oder elektrisch leitfdhig, Schwingungsdampfung) und weniger die struktu-
relle Klebung, die hohe mechanische Lasten libertrédgt. Fiir viele Zusatzfunktionen der Klebung ist eine aus-
reichend hohe Adhdsion homogen an allen Klebstellen eine wichtige Voraussetzung. Durch die Fiigeteilwerk-
stoffe, die in der Elektronik Verwendung finden, wird das Kleben allerdings oft erschwert, z.B. flammhem-
mende Zusatzstoffe in Kunststoffen. Damit steigt die Notwendigkeit, die Adhdsionsqualitdt - nach Méglichkeit -
ortsaufgeldst zu ermitteln. Das vorliegende Priifverfahren ermdglicht es, Zugkorper an verschiedenen Stellen
der zu priifenden, auch kleineren, Bauteilen aufzukleben und iiber eine zerstérende Priifung die Klebfestigkeit
zu bestimmen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ein Verfahren zur Beurteilung der Klebbarkeit von Bauteilen und zum Bestimmen von
Klebstoff- und Vergusseigenschaften mit Hilfe einer Kopfzugpriifung mittels Zugkoérpern wie z. B. Kopfnégeln,
Bolzen oder Dollies fest.

In diesem Dokument wird der Begriff Klebung auch verwendet, um die Adhdsion von Vergussmassen auf Ober-
flachen zu beschreiben.

Dieses Prifverfahren dient vorrangig zur vergleichenden Bewertung unterschiedlicher Oberflachen,
Oberflachenbehandlungsverfahren und Klebstoffen auf Originalbauteilen. Falls eine Priifung an Originalbau-
teilen nicht umsetzbar ist, kann diese Priifung auch an Priiflingen mit vergleichbarer Oberflaichenqualitat
vorgenommen werden.

Das Priifverfahren ist sowohl in der Entwicklungsphase eines Produkts anwendbar, um Modifikationen an
Oberflachen oder Aushértebedingungen zu priifen, als auch begleitend zur Serienfertigung, um eine Teile- oder
Prozessqualitdt abzusichern und zu dokumentieren. Damit kann dieses Priifverfahren auch zur Dokumentation
und Nachweisfiihrung der Klebbarkeit dienen, wie z. B. in DIN 2304-1 gefordert.

Zur Beurteilung des Materialverhaltens des Klebstoffs allein (z. B. Messung des E-Moduls oder der Reifsdeh-
nung) ist ein anderes Priifverfahren, z. B. ISO 37, einzusetzen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

DIN EN 923, Klebstoffe — Benennungen und Definitionen

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN EN 923 und die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter https://www.din.de/go/din-term
— DKE-IEV: verfiigbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

3.1
Priifling
Bauteil auf dem eine Klebung gepriift werden soll

3.2
Klebung
mit Klebstoff, Gief3harz, Vergussmasse oder Reaktionsharzmasse hergestellte Verbindung zwischen Fligeteilen

[QUELLE: DINEN923:2016-03, 2.6.1, modifiziert — Giefsharz, Vergussmasse und Reaktionsharzmasse
erganzt.]
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